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热点排行
（（新闻时段新闻时段 20152015--0101--0101至至20152015--0101--1515））

1 2014年度国家科学技术奖励大会在京举行 [核心媒体报道频次：22/30]

9日，2014年国家科学技术奖励大会在京举行。党和国家领导人习近平习近平、李克强李克强、刘云山刘云山、

张高丽张高丽出席大会并为获奖代表颁奖。2014年度国家科学技术奖励共授奖318项成果、8位科

技专家和1个外国组织。其中，国家最高科学技术奖1人，获得者为中国科学院院士于敏于敏；国家

自然科学奖46项；国家技术发明奖70项；国家科学技术进步奖202项；授予7名外籍科学家和

1个外国组织中华人民共和国国际科学技术合作奖。图片来源：《中国科学报》

（排行依据：本刊遴选出的30家核心媒体报道频次） （（编辑编辑 石萌萌石萌萌））

2 探月三期飞行器进入200 km环月圆轨道
[核心媒体报道频次：22/30]

13日，探月工程三期再入返回飞行器服务舱完成第3次近

月制动控制，进入倾角43.7°、高度200 km、周期127 min的环月

圆轨道，继续为嫦娥5号任务开展在轨验证试验。服务舱环绕月

球飞行稳定后，将为嫦娥5号任务部分关键技术进行验证，包括

月球轨道交会对接、对采样区地形地貌成像等。服务舱于4日飞

离地月L2点，11日到达近月点，实施第1次近月制动；12日、13
日分别进行近月制动。

3 中国成功研制世界先进水平航天器“发动机”
[核心媒体报道频次：20/30]

2日，由中国空间技术研究院自主研制的电推进系统取得重

要成果：电推进系统在试验中已突破6000 h，开关机3000次，具

备确保该卫星在轨可靠运行15年的能力。这意味着中国的电

推进系统已达到国际先进水平，将全面迈入工程应用阶段，满足

中国通信卫星系列平台、高轨遥感平台、低轨星座以及深空探测

器的发展需求。

4 蛟龙号载人潜水器首次从海底取回布放科学仪器
[核心媒体报道频次：20/30]

10 日，中国载人潜

水器蛟龙号在西南印度

洋龙旂热液区下潜，取回

了 8天前在一热液喷口

布放的自容式高温温度

计和硫化物生长仪。这

是蛟龙号首次从海底取

回此前布放的科学仪器，

体现其定点精细作业的

巨大优势。海底热液区

的高温热液喷口温度高

达约 300℃，其环境和生

态系统极为特殊。

图片来源：国家海洋局

5 江门中微子实验启动建设
[核心媒体报道频次：19/30]

10日，江门中微子实验在广东省江门市召开建设启动会。

这是继大亚湾反应堆中微子实验之后由中国主持的第2个大型

中微子实验。实验站将建在地下700 m深处，计划2020年投入

运行并开始物理取数，运行至少20年。

6 开普勒发现多颗系外行星 有3颗位于宜居带中
[核心媒体报道频次：18/30]

11日消息，美国开普勒太空望远镜

近日确认发现了8颗太阳系外行星，其中

有3颗位于宜居带中。宜居带温度条件

适宜，理论上其表面可能有适宜生命存在

的液态水。而这3颗行星中有2颗“可能

是像地球一样的岩石行星”，它们被命名

为开普勒-438b和开普勒-425b。
图片来源：David A. Aguilar

7 中国科考队完成维多利亚地新建科考站地质勘查
[核心媒体报道频次：16/30]

8日消息，中国第31次南极科考队已于日前完成维多利亚

地难言岛新建科考站的地质勘查任务，起航前往新西兰进行二

次补给。难言岛地处罗斯海海域的维多利亚地特拉诺湾。考察

人员还对22个勘查点完成了地质勘查，获取了维多利亚地区区

域平均海平面观测数据等。

8 75所高校发布2014年毕业生就业质量年度报告
[核心媒体报道频次：15/30]

12日消息，教育部直属高校近日陆续发布2014年毕业生就

业年度报告。数据显示，75所直属高校中，74所高校本科毕业

生就业率超过 90%。本科毕业生就业率最高的为中国药科大

学，为 99.59%，最低的为兰州大学，本科毕业生就业率为

88.62%。此外，清华大学、北京大学和复旦大学的本科毕业生

就业率分别为97.90%、95.96%和97.04%。

9 美国太空探索技术公司龙飞船抵达国际空间站送补给
[核心媒体报道频次：13/30]

12日，美国太空探索技术公司的龙飞船抵达国际空间站，为

空间站上的6名宇航员送去食品以及迟到的圣诞节礼物。美国

东部时间05:54，空间站上的美国宇航员操作近18 m长的机械

臂，成功钩住携带约2.5 t货物的龙飞船。

10 研究人员开发出一种三维成型技术
可制备微纳米半导体器件 [核心媒体报道频次：12/30]

11日消息，中国、美国、韩国研究人员开发出一种“屈曲引导

的三维成型技术”，可制备现有3D打印技术无法实现的微纳米

半导体器件。该技术的优势一是快速成型；二是适用于各种类

型的材料；三是与现代化半导体产业的二维制备技术兼容；四是

尺寸上没有明显限制，目前已实现的最小厚度约为100 nm，最

大厚度约1 mm。
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